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全文摘要
专家与东北计算机代表及在线领导就金刚石在液冷散热领域的应用展开了深入讨论。目前，金刚石复合材料，如金刚石铜、金刚石铝，虽处于量产初期，但已成功应用在高性能计算设备中，如英伟达的产品。同时，单晶或多晶金刚石虽仍处于实验室阶段，却因其潜在优势而受到广泛关注。讨论中，专家强调了技术成熟度、市场渗透率、成本控制及市场竞争格局的重要性。随着AI算力需求的不断增长，金刚石散热材料展现出巨大的市场潜力。投资建议聚焦于能够实现大批量订单的公司，其将是市场放量的关键。此外，对话还涉及了不同供应商的技术优劣势，以及国内企业在材料生产方面的潜在优势，表明了金刚石在液冷散热领域的广阔前景和技术创新的必要性。

章节速览
00:00 金刚石在液冷散热技术的应用与前景
对话讨论了金刚石在液冷散热领域的两种技术路径，包括金刚石复合材料与单晶/多晶金刚石的应用。金刚石复合材料技术已进入量产初期，应用于超算中心，而单晶/多晶金刚石仍处于实验室阶段，主要面向军工或特定领域的小批量应用。金刚石复合材料有望在2020年实现量产，而纯金刚石技术尚待突破。

04:22 金刚石材料在AI芯片散热技术中的应用进展
讨论了金刚石材料在AI芯片散热技术中的重要性和应用进展，对比了传统散热材料如铜、铝、导热硅胶等的性能，强调了金刚石材料在高功率密度散热需求下的优势，特别是金刚石铜复合材料的热导率可达600到1000之间，满足未来AI芯片的散热需求。此外，提到了金刚石铝冷板的可行性，以及英伟达Rubin项目可能采用金刚石铜复合材料的计划，预计2026年Q3实现量产。

09:46 金刚石材料商用化挑战与稳定性问题探讨
对话讨论了金刚石材料在商用化和量产过程中的难点，尤其是金刚石铜的热导率稳定性问题。当前，尽管有实际案例如赛默科技与郑州市超算中心合作，以及阿克system与印度厂商的合作，展示了金刚石材料在提升导热能力和算力方面的潜力，但稳定性问题，特别是热脑力衰减和冷热交替下的性能变化，仍是制约其大规模应用的关键。市场对材料的长期稳定性持观望态度，需更长时间验证。

14:57 金刚石铜散热技术在英伟达产品中的应用与挑战
讨论了金刚石铜散热技术在英伟达产品中的潜在应用，指出该技术面临验证周期长和技术不成熟的问题。建议将应用时间推迟，因现有技术效果未达预期，且存在稳定性问题。全球范围内，除少数项目外，该技术尚未大规模应用。

18:48 金刚石基冷板与传统冷板成本对比及技术路径分析
讨论了金刚石基冷板相较于传统铜基冷板的成本差异，指出金刚石冷板成本可能为传统冷板的3至4倍，而单晶或多晶金刚石的成本则高达10至15倍。分析了金刚石基冷板在军工、航天领域的应用，以及商业化面临的成本挑战。进一步探讨了单晶和多晶金刚石与芯片直接结合的技术路径，以及在芯片制造工艺中的集成难度，指出当前技术尚未完全突破，且替代传统半导体材料的技术仍需发展。

23:21 金刚石散热材料市场空间与未来渗透率预测
讨论了金刚石散热材料在液冷散热行业的应用，指出由于AI算力需求的激增，高功率GPU产生的热量需更高效散热材料。尽管存在技术与验证难题，市场潜力巨大，但当前估计全球市场规模可能降至5亿美元，中国为3-5亿。爆发点在于谁能率先实现量产并获得持续大额订单，如华为等企业若采用金刚石散热，将显著加速市场增长。

27:37 AI算力芯片与高导热散热材料市场预测
讨论了AI算力芯片和高导热散热材料的市场预测，指出2026年初可能因大规模量产使用金刚石铜而提高市场容量。预计从2026至2027年，市场需求可能每年增长三到五倍，主要受AI算力需求驱动。强调了光模块、存储需求和高导热材料在光伏逆变器、电控系统等领域的应用前景，但未提供具体数据，建议自行测算。

31:20 金刚石在液冷技术中的应用前景与市场占比分析
讨论了金刚石在液冷技术中的应用，指出其市场占比预计从5%增长至20%，受限于价格因素，金刚石液冷散热方案需与传统材料价格接近才能扩大市场份额，主要用于高端芯片的散热需求。

33:03 金刚石液冷散热市场全球竞争格局及国内企业布局
全球金刚石液冷散热市场由元素六和住友电工主导，美国高毅、demotion tory等企业紧随其后，产品广泛应用于光通信、激光器和AI芯片散热。国内企业如红旗精工、自豪达、力量钻石等布局金刚石铜、金刚石铝材料，与华为、英伟达等有合作意向，哈尔滨一盛新材、南京瑞维等初创公司也展现出行业影响力，中国科学院宁波材料所赛默科技已实现实际生产应用。

38:57 金刚石液冷散热产业投资关注点及验证方法
讨论了金刚石液冷散热产业的投资视角，强调关注首批大批量订单的获取者，认为这是市场放量的关键信号。同时，指出验证企业进展的难度，建议通过市场反馈和实际产品应用来判断企业的真实能力。提到了军工及半导体行业内部信息的保密性，以及企业蹭热点提升股价的现象，建议投资者关注有实质订单的企业。

45:08 金刚石铜供应商市场竞争与订单获取分析
对话围绕金刚石铜供应商的市场竞争力和订单获取情况展开，指出尽管各供应商可能在产量和技术研发上有所投入，但实际订单的获取才是衡量其市场表现的关键。对于国内供应商而言，由于生产工艺和供应链优势，在国内市场可能更具竞争力。同时，对话强调了国际巨头如元素六和住友在金刚石材料领域的领先地位，以及氮化钾与金刚石电荷研究的进展。整体上，供应商需关注市场需求，实现从研发到量产再到订单获取的闭环，以确保资金链的健康运转。

50:18 金刚石铜复合材料制造工艺探讨
讨论了金刚石铜复合材料的制造工艺，特别是铜粉在高温下易氧化的问题及环境控制要求，以及3D打印技术在该领域的应用挑战，包括粘合剂选择和烧结技术的重要性。

发言总结
发言人1
专注于东北证券的专业投资机构客户和受邀客户，强调了会议内容的专属性和保密性。会议由东北计算机领域的专家主持，集中讨论了超硬材料在液冷散热技术中的应用，特别是金刚石复合材料的进展。他深入探讨了技术路径、成熟度、市场渗透率以及对芯片散热的潜在影响。此外，还提及其他新材料技术，如单晶金刚石和多晶膜的开发状况，以及面临的挑战和市场前景。讨论还涵盖了产业链各环节的技术难点、成本问题、市场需求预测及国内外竞争格局。最后，他提出了在投资金刚石散热技术领域的可能进展方向和重点关注点。

问答回顾
发言人1 问：第二个技术路径是什么？
发言人1 答：第二个技术路径是单晶金刚石或多晶金刚石，它们作为基础材料，需要与衬底表面进行电荷交换，目前仍处于实验室阶段。

发言人1 问：目前金刚石在液冷散热技术中有哪些应用，以及各自的成熟度和渗透率如何？金刚石材料相较于其他散热材料有何优势？
发言人1 答：目前金刚石在液冷散热方面主要有两种技术路径。一种是金刚石复合材料替代传统铜机或铝机冷板技术，这是目前相对主流且量产初期的技术，比如英伟达和郑州超算中心都在使用，由金刚石铜、金刚石铝等复合材料制成，适用于芯片背板，有望在2020年实现量产。相比于传统的导热硅胶、液态金属以及铜铝等材料，金刚石具有更高的热导率。随着技术演进，现有的散热材料已无法满足AI芯片、航空航天等领域对功率器件散热需求，因此金刚石因其优异的性能而应运而生。

发言人1 问：英伟达是否会采用金刚石方案，进展如何？
发言人1 答：英伟达计划在Q3阶段采用金刚石方案，并预计2026年全面采用金刚石铜复合材料与液冷制冷技术，替代传统铜或铝合金封装材料。这将应用于GPU的散热解决方案。

发言人1 问：目前英伟达的金刚石材料供应商是否明确？
发言人1 答：英伟达尚未公开具体供应商，但力量钻石透露他们有向英伟达供货，不过英伟达并未明确指出具体供应商。

发言人1 问：金刚石后续大规模商用面临的难点是什么？
发言人1 答：金刚石大规模商用的主要难点在于产品稳定性，尤其是在大规模批量生产后的稳定性验证周期较长，这是目前阻碍金刚石材料商业化应用落地的主要问题。

发言人1 问：在散热技术中，金刚石铜的热导率稳定性如何，以及在实际应用中是否存在问题？
发言人1 答：金刚石铜在热导率上的稳定性确实存在问题。在芯片运行过程中，由于冷热交替变化，尤其是开关机时，粘合程度和受冷热交加的稳定性会出现极不稳定的现象。一些厂家声称其热导率在一年内没有衰减，但也有厂家在三个月左右就出现了衰减。目前市场对这种材料的系统稳定性持保留态度，需要更长时间验证。

发言人1 问：为什么目前金刚石铜散热技术没有被大量应用在产品中？
发言人1 答：主要原因有两个方面：一是验证周期较长，通常需要九个月到一年半的时间来证明材料的稳定性；二是技术上存在与铜粉等材料在热量变化产生的问题，且在小批量试制到大规模量产的过程中仍需时间与改进。

发言人1 问：如果英伟达决定在Q3使用金刚石铜散热技术，那么从现在开始往前推多久才开始做验证更为合理？
发言人1 答：建议将时间往后推半年到九个月。因为从目前了解到的情况，英伟达可能在Q3决定使用，但实际上可能早在半年前就已经开始进行验证工作。但由于验证过程中可能出现问题并需要重复验证，所以建议将时间线适当延后。

发言人1 问：金刚石铜冷板相较于传统同规格冷板的成本上升了多少？
发言人1 答：目前金刚石铜冷板的成本大约是传统铜冷板成本的3到4倍，而单晶金刚石或多晶膜的成本则高达10到15倍。这导致了目前金刚石铜散热技术在商业化应用上的成本控制难题。

发言人1 问：对于直接与芯片上的单晶或多晶金刚石技术路径，其产业链和技术难度如何？
发言人1 答：直接与芯片上的单晶或多晶金刚石技术路径相比金刚石铜更远，不仅需要改变整个液冷散热产业链，还涉及到与芯片制造商如台积电直接合作，技术配合难度极高，目前还处于研发阶段。

发言人1 问：在当前情况下，您对于全球和中国市场的规模预测是如何调整的？对于未来几年，比如2027年的市场情况，您有什么初步的预测吗？
发言人1 答：原本预计全球市场规模为10亿美元，中国市场份额约为10亿人民币，但现在由于一些不确定因素，我们将全球市场规模的预测下调至5亿美元，中国市场的规模也相应地调整到3亿至5亿美元之间。这个预测基于目前的情况和厂家的小批量生产状态。我们没有具体计算过2027年的市场数据，但如果按照市场放量的情况来看，预计市场规模可能会增加三到五倍。也就是说，市场增长速度较快，但具体数值还需进一步分析和测算。

发言人1 问：您所说的市场规模缩减是否包含了所有技术路径的产品？
发言人1 答：是的，这个数据涵盖了两种主要的技术路径产品，且大部分业内专家和调研机构对此持认同态度。

发言人1 问：金刚石液冷散热技术在所有应用中的市场占比大概是多少？
发言人1 答：目前，在金刚石的所有应用中，用于液冷散热的占比大约为5%左右，预计到2027年可能增长到20%，但最终可能不会超过半壁江山，因为并非所有领域都需要金刚石散热材料，而且其价格相对较高。

发言人1 问：目前金刚石液冷散热领域的竞争格局如何？
发言人1 答：全球范围内，海外以元素六和日本住友电工两大巨头占据主导地位，它们占据了海外市场约50%-60%的份额。此外，美国的高毅也通过绑定全球光通信与激光器厂商，在该领域有一定市场份额。

发言人1 问：国内有哪些公司在做金刚石液冷散热方面的布局？
发言人1 答：国内的红旗精工、自豪达、力量钻石、黄河旋风等上市公司都有布局金刚石散热材料，其中力量钻石和国际金融还涉足金刚石铜和金刚石铝的研发与应用。

发言人1 问：四方达主要布局的是什么产品？黄旋风主要做的是什么业务，以及是否与华为有供货关系？
发言人1 答：四方达主要布局的是PCC钻针，该产品与石油片和其原有产品在材料上较为相符，可以视为其现有产品的延伸。黄旋风主要做的是MPCVD技术，用于单晶和多晶膜生长，他们声称与华为有供货关系，但具体效果如何则无法确定。

发言人1 问：哈尔滨一盛新材有何特点及投资背景？
发言人1 答：哈尔滨一盛新材是一家由华为风投投资的小型初创公司，专注于风冷散热结构和液冷散热板材的研发，并且还布局了金刚石铜、金刚石铝、金刚石碳化硅和碳复合材料等领域，据称英伟达也使用了他们的产品。

发言人1 问：赛默科技有哪些实际应用案例？
发言人1 答：赛默科技是中科院宁波材料所旗下的企业，目前唯一的实际生产案例是向郑州超算中心提供了约一两千个金刚石铜导热模组。

发言人1 问：目前在投资角度上，对于金刚石液冷散热领域最值得关注的进展或标的物是什么？如何验证金刚石液冷散热技术的进展和应用情况？
发言人1 答：最值得关注的是哪家公司能够拿到大批量订单，例如华为或英伟达的大单子，而非企业自己宣称的产能或应用情况。一旦在市场上能买到实际的产品，标志着该市场处于放量阶段。验证进展较为困难，一般难以获取产业链内部确切信息。但可以从关注企业是否获得大规模订单、能否在市场上买到相关产品等方面进行间接判断。

发言人1 问：国内金刚石液冷散热供应商相较于海外或台系供应商有何优势？
发言人1 答：国内供应商在液冷和封测版散热模块方面可能具有更高的优势，尤其是在国内市场的竞争中。

发言人1 问：金刚石铜复合材料的生产工艺与之前金刚石的工艺有何不同？
发言人1 答：金刚石铜复合材料的制作工艺与传统金刚石工艺相比，主要差别在于控制铜粉在高温下氧化的问题。由于铜粉在加热时易生成氧化铜，而氧化铜的热导率低，因此需要精细的环境控制以防止氧化，这对厂家的生产能力或管控安排提出了较高要求。

发言人1 问：目前金刚石铜复合材料的市场情况如何？
发言人1 答：目前市场上关于金刚石铜复合材料的具体订单信息无法得到确切消息，但预计三季度会有放量的现象。各家生产单位都在进行技术研发和合作推广，关键在于不仅要有产量，更重要的是能否将产品成功销售出去，形成良好的资金链循环。

发言人1 问：金刚石铜复合材料是否属于高技术含量产品？
发言人1 答：是的，金刚石铜复合材料确实具有一定的技术含量，并非任意厂家都能生产出来。例如，三星科技尝试通过3D打印方式制作此类材料，但热导率无法达到预期水平，这表明其在技术积累和后续加工工艺上仍需不断探索和改进。

发言人1 问：金刚石铜复合材料的技术难点在哪里？
发言人1 答：技术难点在于金刚石和铜之间的融合程度以及后续加工精细度的要求。虽然3D打印技术可以打印出金刚石和铜的预设形状，但在烧结过程中如何找到合适的粘合剂以确保各部件在高温烧结后的稳定性仍然是一个技术挑战，且目前尚未解决热导率的问题。

